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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

ESSAIS D’ENVIRONNEMENT -
Partie 2-58: Essais — Essai Td: Méthodes d’essai de la soudabilité,

résistance de la métallisation a la dissolution et résistance a la chaleur
de brasage des composants pour montage en surface (CMS)

AVANT-PROPOS

ormalisation

1) La Commission Electrotechnique Internationale (CEl) est une organisation
AN La CEl a

composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités

pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions\d alisqtion dans les
domaines de I'électricité et de I'électronique. A cet effet, la CEl — entre gu{res\actiyite es Normes
internationales, des Spécifications techniques, des Rapports technique ec ications ‘accessibles au
public (PAS) et des Guides (ci-aprées dénommés "Publication(s) de la CEIN confiée a des
comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéresse ¢ peut participer. Les

& Q la CEI, participent
également aux travaux. La CEIl collabore étroitement avec I'Org 2\{] Nati 1€ Normalisation (1SO),

de I'éventuelle mauvaise utilisation ou interprétatien_qui itg, par un quelconque utilisateur final.
4) Dans le but d'encourager l'upifermité jnterna ion i{té3/nationaux de la CEIl s'engagent, dans toute la
mesure possible, a appliquer de parente Publicati icati

nationales et régionales.
nationales ou régionales

5) La CEIl n’a prév c€ : sarquage valant indication d’approbation et n'engage pas sa
responsabilité p@ SQui & ’ A - ok
d

6) Tous les utilisateu

a ses administrateurs, employés, auxiliaires ou

I’objet de droits de “propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEIl ne saurait étre tenue pour
responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale CEI 60068-2-58 a été établie par le comité d’études 91 de la CEl:
Techniques d'assemblage des composants électroniques.

La présente édition inclut les modifications techniques significatives suivantes par rapport a
I’édition précédente:

— extension du domaine d’application de maniére a inclure I'alliage de brasure sans plomb
en plus de l'alliage de brasure étain-plomb eutectique ou quasi eutectique existant (la
structure du document a été modifiée en conséquence);

— ajout des définitions de «brasabilité» et de «résistance a la chaleur de brasage» pour les
CMS;

— spécification des profils de température de fusion pour la résistance a la chaleur de
brasage utilisant de la soudure sans plomb;

— ajout d’'une Annexe C permettant un rapide apergu des conditions d’essais.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

ENVIRONMENTAL TESTING -
Part 2-58: Tests — Test Td: Test methods for solderability,

resistance to dissolution of metallization and to
soldering heat of surface mounting devices (SMD)

FOREWORD

this end and in add|t|on to other activities, IEC publishes International Standard z i ifications,
Technical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides Y e “IEC

governmental organizations liaising with the IEC also participate i
with the International Organization for Standardization (ISO) i

IEC provides no arkl g proce
equipment decla j
All users should ehstrg

Attention is dra e possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of
S not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

International Standard |IEC 60068-2-58 has been prepared by IEC technical committee 91:
Electronics assembly technology.

This edition includes the following significant technical changes with respect to the previous
edition:

expansion of the scope so that it includes lead-free solder alloy in addition to the existing
tin-lead eutectic or near eutectic solder alloy (the structure of the document has been
changed accordingly);

addition of the definitions of "solderability" and "resistance to soldering heat" for SMDs;

specification of the reflow temperature profiles for the resistance to soldering heat using
lead-free solder;

addition of an Annex C enabling a quick overview of the test conditions.
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Cette version bilingue, publiée en 2005-02, correspond a la version anglaise.
Le texte anglais de cette norme est issu des documents 91/447/FDIS et 91/459/RVD.

Le rapport de vote 91/459/RVD donne toute information sur le vote ayant abouti a
I'approbation de cette norme.

La version francaise de cette norme n’a pas été soumise au vote.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 2.

* reconduite;
* supprimée;
* remplacée par une édition révisée, ou

@@
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This bilingual version, published in 2005-02, corresponds to the English version.

The text of this standard is based on the following documents:

FDIS Report on voting
91/447/FDIS 91/459/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.

The French version of this standard has not been voted upon.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Dirg

The committee has decided that the contents of this publicatio i sharnged until
the maintenance result date indicated on the IEC web site uR tp: 3 .iec.ch" in

* reconfirmed;
* withdrawn;
» replaced by a revised edition, or

@@
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ESSAIS D’PENVIRONNEMENT -
Partie 2-58: Essais — Essai Td: Méthodes d’essai de la soudabilité,

résistance de la métallisation a la dissolution et résistance a la chaleur
de brasage des composants pour montage en surface (CMS)

1 Domaine d'application et objet

La présente partie de la CEI 60068 décrit I'essai Td applicable aub
montage en surface (CMS) qui sont destinés a étre montés sur des{sul
norme fournit les procédures normalisées pour les alliages de bra
(Pb) et pour les alliages de brasure sans plomb.

posants pour
a présente
plomb

La présente norme fournit des procédures normafisés er la brasabilité, la
dissolution de la métallisation (voir B.3.3) et Ssista a\la chaleur de brasage des
alliages de brasure qui sont des brasures étai i i

Les procédures de la présente norme Inclu S e-duw’ bain de brasage ainsi que la
\ de brasage est applicable aux CMS

congus pour le brasage a la vague et a pour le brasage par fusion lorsque la
méthode du bain de brasa . La méthode de soudure par refusion
est applicable aux CMS cancgu Fusion, pour déterminer I'adaptabilité des
CMS au procédé de brasage\par fu que la méthode du bain de brasage (immersion)

n’est pas appropriée.

Le but de la prés
ses extrémités est ¢
de la CEIl 61191
CEI 61760-1. [

Les documents de~séférence suivants sont indispensables pour l'application du présent
document. Pour les références datées, seule I'édition citée s'applique. Pour les références
non datées, la derniére édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels
amendements).

CEI 60068-1:1988, Essais d'environnement — Partie 1: Généralités et guide
CEIl 60068-2-20:1979, Essais d’environnement — Partie 2: Essais — Essai T: Soudure

CEI 60194:1999, Conception, fabrication et assemblage des cartes imprimées — Termes et
définitions (disponible en anglais seulement)

CEI 60749-20:2002, Dispositifs a semiconducteurs — Méthodes d’essais mécaniques et
climatiques — Partie 20: Résistance des CMS a boitier plastique a I'effet combiné de
I'humidité et de la chaleur de soudage
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ENVIRONMENTAL TESTING -
Part 2-58: Tests — Test Td: Test methods for solderability,

resistance to dissolution of metallization and to
soldering heat of surface mounting devices (SMD)

1 Scope and object

This standard provides standard procedures for determining
of soldering heat to lead-free solder alloys.

solder bath method is applicable to ¢ low soldering and the SMD
designed for reflow soldering when (dipping) method is appropriate.
The reflow method is applicable to the S i 3 reflow soldering, to determine the
suitability of SMD for reflp a.5older bath (dipping) method is not
appropriate.

The objective of this s
meets the appli
methods specifi
component body can

IEC 60068-1:1988, Environmental testing — Part 1: General and guidance

IEC 60068-2-20:1979, Environmental testing — Part 2: Tests — Test T: Soldering
IEC 60194:1999, Printed board design, manufacture and assembly — Terms and definitions
IEC 60749-20:2002, Semiconductor devices — Mechanical and climatic test methods —

Part 20: Resistance of plastic-encapsulated SMDs to the combined effect of moisture and
soldering heat
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CEI 61190-1-1:2002, Matériaux de fixation pour les assemblages électroniques — Partie 1-1:
Exigences relatives aux flux de brasage pour les interconnexions de haute qualité dans les
assemblages de composants électroniques

CEIl 61190-1-2:2002, Matériaux de fixation pour les assemblages électroniques — Partie 1-2:
Exigences relatives aux crémes de brasage pour les interconnexions de haute qualité dans
les assemblages de composants électroniques

CEI 61190-1-3:2002, Matériaux de fixation pour les assemblages électroniques — Partie 1-3:
Exigences relatives aux alliages a braser de catégorie électronique et brasures solides
fluxées et non fluxées pour les applications de brasage électronique

intermédiaire —

CEI 61191-2:1998, Ensembles de cartes imprimées — Partie 2: Spécific
Exigences relatives a I'assemblage par brasage pour montage en surfags

verre E avec de la résine époxyde, d’inflammabilité définie, (& stiop verticale),
plaquée cuivre

CEI 61760-1:1998, Technique du montage en surface
pour la spécification des composants montés en surfa

3 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, I& >fi s définis dans la CEI 60068-1,
dans la CEI 60068-2-20 et dans la C als seulement), ainsi que les suivants
s’appliquent.

3.1

brasabilité

aptitude de la borne ol de I'éle 3 a étre mouillée par la brasure a la température
de la borne ou ec rode qui posg étre la température la plus basse du procédé de
brasage dans la phdge e asables de I'alliage de brasure

3.2

résistance 3

aptitude des X a ld température la plus importante de la borne ou de I'électrode
du procédé de hrasage dans la gamme de températures applicable des alliages de brasure

4 Ensembled
sans plomb

Les températures de fusion des alliages de brasure sans plomb actuellement sélectionnées
pour les processus industriels sont significativement différentes de celles de l'alliage de
brasure Sn-Pb. De plus, les températures de fusion des alliages de brasure sans plomb sont
différentes les unes des autres, mais peuvent étre regroupées.

Selon la capacité des CMS a résister aux conditions typiques de température et de temps de
maintien qui adapte I'exposition au processus utilisant les alliages sélectionnés sans plomb,
I'’ensemble des procédés de brasage suivants indiqués dans le Tableau 1 sont donnés comme
références pour sélectionner la rigueur des essais de mouillage et de résistance a la chaleur
de brasage spécifiée:
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IEC 61190-1-1:2002, Attachment materials for electronic assembly — Part 1-1: Requirements
for soldering fluxes for high-quality interconnections in electronic assembly

IEC 61190-1-2:2002, Attachment materials for electronic assembly — Part 1-2: Requirements
for solder pastes for high-quality interconnections in electronic assembly

IEC 61190-1-3:2002, Attachment materials for electronic assembly — Part 1-3: Requirements
for electronic grade solder alloys and fluxed and non-fluxed solid solders for electronic
soldering applications

IEC 61191-2:1998, Printed board assemblies — Part 2: Sectional specification — Requirements
for surface mount soldered assemblies

Part 2-7: Reinforced base materials clad and unclad — Epoxide
sheet of defined flammability (vertical burning test), copper-clad

IEC 61760-1:1998, Surface mounting technology -
specification of surface mounting components (SMDs)

3 Terms and definitions

ability of the termination or electrode of S
termination or electrode <which s assun

3.2
resistance to soldefi

ability of SMD to
soldering process

are significa \ different from those for Sn-Pb solder alloy. Moreover, the melting
temperatures of lead-free solder alloys are different from each other but can be clustered in
groups.

According to the ability of the SMD to withstand the typical temperature and dwell time
conditions that match the exposure to the processes using the selected lead-free alloys, the
following groups of soldering processes outlined in Table 1 are given as a a guideline for
selecting the severities for the wetting and resistance tests against the specified soldering
heat:
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Tableau 1 - Ensemble des procédés de brasage se rapportant aux alliages de brasure
sans plomb

Températures typiques du processus Alliages
Groupe
Brasage a la vague Brasage par fusion (Exemples)
1 - 170 °C - 210 °C Sn-Bi
Basse température
2 o o Sn-Zn-Bi
Température moyenne - 210°C-235°C Sn-Zn
3 Sn-Ag
Moyenne — haute 245 °C - 255 °C 235 °C -250 °C Sn-Ag-Cu
température Sn-Ag-Bi
oA 250 °C — 260 °C - sn-Cu
Température élevée

NOTE 1 Le brasage a la vague s’applique au brasage tendre a la vague et au bras

NOTE 2 Les températures typiques du processus pour le brasage a la vague s
brasure. Les températures typiques du brasage par fusion sont les températur
des CMS.

NOTE 3 Dans le groupe 2, le brasage par fusion en atmospheére inerte

fréquemment choisies pour les procédés de brasage sans plomb. i i e/he pas exclure les autres
alliages de brasure lorsqu’ils s’accordent avec le groupe spécifié

5.1 L’éprouvette doit étre mise a I'essai conditions «d’état de livraison» sauf
indication contraire dans la spécificatip L convient de prendre des précautions
afin qu’aucune contamination ne se produi \ act avec les doigts ou de toute autre

facon.

5.2 Lorsqu’un vieillisg 2|éré indiqué dans la spécification applicable, une des
méthodes de 4.5 de la 680( ) e-ttilisée ou s'il y a lieu, une chaleur séche de
155 °C appliqué@ i e Utiisé

5.3 Les essais deg S i nemend et de résistance a la chaleur de brasage des
semiconducteurs CMS$ Yo stiqire doivent étre réalisés conformément aux procédures

d’essais décrites

6.1 Appareililage\d™e i et matériaux pour la méthode du bain de brasage
6.1.1

Les dimensions du bain de brasage doivent étre conformes aux exigences de 4.6.1 de la
CEI 60068-2-20. Le matériau du bac de bain de brasage doit étre résistant aux alliages de
brasure liquides.

6.1.2 Flux

Le flux doit étre composé en masse de 25 % de colophane pour 75 % de 2-propanol
(isopropanol) ou d'alcool éthylique (éthanol) (comme spécifié dans ’Annexe C de la CEl 60068-
2-20). Il convient que I'activité du flux soit de préférence conforme avec le niveau “faible (0)”, ce
qui correspond a une teneur en halogénures <0,01 wt % (CI, Br, F) (voir la CEI 61190-1-1).
Lorsqu’un flux inactif est inapproprié, le susdit flux avec le complément de chlorure de diéthyle
d’ammonium (catégorie analytique de réactif), jusqu'a une quantité de 0,5 % de chlorure (sous
forme de chlore non combiné sur la base de la teneur en colophane), peut étre utilisé. Les
informations concernant le type de flux utilisé doivent étre données dans la spécification
particuliére de produit.
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